
 

日程：2019 年 6 月 19 日（水） 

    13:30～15:00 

 

場所：コラボステーションⅠ 

2F 視聴覚ホール 

 

講師：ライカマイクロシステムズ社  

鶴巻宣秀 氏 

内容： 

・レーザーマイクロダイセクションの基本原理 

・サンプルプレパレーションの注意点 

・アプリケーション事例 

・質疑応答 

 

 

【お問い合わせ先】教育・研究支援センター 

http://www.med.kyushu-u.ac.jp/kikicenter/    

内線: 6602（馬出地区）/ 内線: 91-6602（馬出地区以外）E-mail: kikicenter@med.kyushu-u.ac.jp 

 

申し込み： 

   支援センターHP の 

「セミナー予約」 

からご予約下さい 

標本を顕微鏡下で観察しながら形態に特徴のある領域のみをレーザービームで切断、回収する装置です。 


